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摘要(译)

本申请提供一种封装结构，其制造方法，用于检测封装结构中的封装缺
陷的方法，OLED装置和显示装置。 封装结构包括：第一盖板和第二盖
板；以及第二盖板。 密封剂，设置在第一盖板和第二盖板之间，并与第
一盖板和第二盖板形成密封空间。 位于密闭空间内的水分检测部。 第一
电极，其一个端子连接到水分检测部分的一部分，另一个端子延伸超过
密封空间。 第二电极，其一个端子连接到水分检测部分的另一部分，并
且另一端子延伸超过密封空间。
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